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Zespół odprowadzający ciepło

Dziedzina techniki. Przedmiotem wynalazku jest
zespół odprowadzający ciepło przeznaczony do bu¬
dowy elektronicznych urządzeń, zawierających pod¬
zespoły, podczas pracy których intensywne odpro¬
wadzenie ciepła ma istotne znaczenie.

Stan techniki. Podczas pracy podzespołów elek¬
tronicznych takich jak na przykład podzespoły pół¬
przewodnikowe, rezystory i inne oraz w niektórych
urządzeniach elektronicznych, istotne znaczenie ma
intensywne odprowadzanie ciepła i zapewnienie
właściwej temperatury pracy urządzenia. Dla uzy¬
skania dostatecznego odprowadzania ciepła podze¬
społy półprzewodnikowe umieszcza się zwykle na
płytkach wykonanych z metalu o dobrym prze¬
wodnictwie cieplnym a w przypadkach, w których
odprowadzanie ciepła za pomocą jednej płytki jest
niewystarczające powiększa się powierzchnię od¬
prowadzającą ciepło przez zastosowanie radiatorów
złożonych zwykle z kilku płytek płaskich lub wy¬
giętych w różne kształty.

Niektóre podzespoły elektroniczne, zaopatrzone
w metalowe obudowy, na przykład diody lub tran¬
zystory, są fabrycznie wyposażone w metalowe ra¬
diatory umocowane na obudowach, przy czym w
niektórych przypadkach, w celu zwiększenia chło¬
dzenia, podczas pracy tych podzespołów w urzą¬
dzeniach, stosuje się zwykle nadmuch z wentyla¬
torów, zwiększających przepływ powietrza przez
płytki radiatora. Rozwiązania te z reguły prowa¬
dzą do zwiększenia gabarytów oraz ciężaru urzą-
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dzeń elektronicznych, co w wielu przypadkach jest
niedogodne.

Istota wynalazku. Istotę wynalazku stanowi ze¬
spół odprowadzający ciepło od podzespołów elek¬
tronicznych, w którym metalowe płytki płaskie lub
wygięte zygzakowato, przystosowane do umoco¬
wania na nich podzespołów elektronicznych są
promieniowo osadzone na wspólnym kołnierzu na
przykład w kształcie tulei przystosowanej do
umieszczenia w urządzeniu elektronicznym w bez¬
pośrednim sąsiedztwie i współosiowo z wentylato¬
rem. Zależnie od wymagań płytki mogą być bez¬
pośrednio przymocowane do kołnierza lub w celu
oddzielenia pracy podzespołów elektronicznych
umocowanych na poszczególnych płytkach, w miej¬
scu osadzenia płytki mogą być odizolowane od koł¬
nierza względnie kołnierz może być wykonany z
materiału izolacyjnego. Zygzakowaty kształt me¬
talowych płytek jest tak dobrany, że płytki nie
stykają się ze sobą a ponadto wszystkie ich ele¬
menty leżą w strumieniu powietrza wytwarzanego
przez wentylator co umożliwia intensywne chło¬
dzenie wszystkich podzespołów na nich umieszczo¬
nych. Kołnierz może mieć dowolny kształt na przy¬
kład wielokąta lub okrągłej tulei, przy czym płytki
mogą być osadzone na zewnątrz jak i wewnątrz
kołnierza, a ponadto kołnierz może być przysto¬
sowany w dowolny sposób do umieszczenia zespołu
w bezpośrednim sąsiedztwie wentylatora na przy¬
kład za pomocą wspornika, kątownika lub innego
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urządzenia wsporczego, mocowanego do podstawy
lub innego elementu urządzenia elektronicznego
albo do obudowy wentylatora.

Przez pobranie zygzakowatego kształtu metalo¬
wych płytek można na nich pomieścić stosunkowo
dużą liczbę podzespołów elektronicznych. Przez
umieszczenie całego zespołu w bezpośrednim są¬
siedztwie i współosiowo z wentylatorem, dużą licz¬
bą podzespołów elektronicznych można umieścić
w strumieniu powietrza wytwarzanego przez wen¬
tylator co zapewnia intensywne chłodzenie tych
podzespołów i umożliwia wyeliminowanie wielo-
płytowych radiatorów a w konsekwencji prowadzi
do zmniejszenia gabarytów i ciężaru urządzenia
elektronicznego.

Przykład wykonania wynalazku. Wynalazek jest
przedstawiony wr przykładzie wykonania uwidocz¬
nionym na rysunku, na którym fig. 1 pokazuje w
widoku od przodu kołnierz w kształcie tulei wraz
z zygzakowato wygiętymi płytkami osadzonymi na
zewnątrz kołnierza a fig. 2 — zespół umieszczony
w sąsiedztwie wentylatora w widoku z góry.

Na kołnierzu 1 są sztywno osadzone zygzakowa¬
to wygięte metalowe płytki 2 na których są umo¬
cowane elektroniczne podzespoły 3 i 4. Zespół jaki
tworzy pomierz wraz z płytkami i osadzonymi na
nich podzespołami elektronicznymi jest umieszczo¬
ny współosiowo bezpośrednio obok wentylatora 5.
Po uruchomieniu wentylatora, zygzakowato wy-
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gięte metalowe płytki, które częściowo odprowa¬
dzają ciepło od podzespołów elektronicznych oraz
same podzespoły są intensywnie chłodzone stru¬
mieniem powietrza wytwarzanego przez wentyla¬
tor.

Z a ś"t rzężenia patentowe

1. Zespół odprowadzający ciepło od podzespołów
elektronicznych, przystosowany do umieszczenia w
urządzeniu elektronicznym, zaopatrzony w wenty¬
lator, znamienny tym, że współosiowo z wentyla¬
torem ma osadzony kołnierz (1) a na tym kołnierzu
są promieniowo umocowane metalowe płytki (2)
płaskie lub wygięte zygzakowato, przystosowane do
umieszczenia na nich elektronicznych podzespołów
(3 i 4).

2. Zespół według zastrz. 1, znamienny tym, że
metalowe płytki (2) w miejscu osadzenia ich na
kołnierzu (1) są od niego odizolowane.

3. Zespół według zastrz. 1, znamienny tym, że
kołnierz (1) jest wykonany z materiału izolacyj¬
nego.

4. Zespół według zastrz. 1,"znamienny tym, że
zygzakowaty kształt płytek jest tak dobrany, że
metalowe płytki nie stykają się ze sobą a ponadto
wszystkie ich elementy leżą w strumieniu powie¬
trza wytwarzanego przez wentylator.
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